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樹脂成型による3次元の立体パターニング 
樹脂材料の使い分けによる使用用途への最適化  
小型化・狭額縁・軽量・部品点数削減に貢献

特徴
・

・

・

HIFLON

アンテナ+回路を3次元でパターニング

LTE・Wi-Fi・Bluetooth Antenna

多彩な加工に対応

自由度の高いパターニング性自由度の高いパターニング性
空間を生かした立体構想による空間を生かした立体構想による

eco
貴金属消費の削減
表面処理変更による貴金属使用削減
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MID ANTENNA ASSEMBLY

樹脂物性一例

表面処理技術

通信特性

自社生産

樹脂成形

↓

Laser

↓

めっき

↓

表面処理
最適なQCDで表面処理のご提案

3次元 TRP測定10m電波暗室

MID技術にご興味のある方、是非お問い合わせください。

Simulation

PC/ABS PC PA 高誘電PA LCP

コスト重視

100℃

2.8

0.005

高衝撃

120℃

2.9

0.007

高強度

250℃

3.5

0.010

薄肉成形

250℃

6.3

0.022

小型化

230℃

3.8

0.003

高精度

機能重視

事例１
低反り×全面の導通

LCP
　×Niめっき

事例2

高誘電PA
　×レジスト

小型化×絶縁被膜

耐熱

誘電率

誘電正接

特徴


